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序言

本报告由安芯易电子商务（深圳）有限公司推出，旨在为客户、

供应商及合作伙伴提供半导体行业资讯及市场趋势预测，报告涵盖宏

观动态、半导体产业动态、终端市场动态、重点产品行情等模块，助

力行情洞察、精准决策。

本报告每月更新，可关注安芯易电子微信公众号，及时获取报告

发布等信息。您也可以通过联系安芯易客户经理获取完整版报告。
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摘要

2026 年 5 月重点行情趋势

宏观动态

 美国：特朗普访华携半导体高管团队，H200 芯片对华出口有限放宽

 欧盟：批准德国 2.88 亿欧元国家援助，加码 EUV 光学镜组与碳化硅材料

 日本：取消 300 亿日元投资门槛，扩大传统芯片补贴范围

 韩国：5 月半导体出口同比暴增 169.4%，AI 需求驱动创历史新高

 中国台湾：第一季度 GDP 增 13.69%创 39 年新高，半导体独强多数产业衰退

产业动态

 全球半导体市场：Q1 全球半导体销售额 2985 亿美元创历史新高，3 月同比激增 79.2%

 美光科技：市值突破万亿美元，HBM4 加速量产

 德州仪器：继 4 月 1 日涨价后，7 月 1 日再启第二轮调价

 意法半导体：三个月内二度涨价，成本压力与 AI 需求外溢共振

 三星电子：5 月罢工风险或致供应中断，HBM4E 样品本月生产

 SK 海力士：HBM 混合键合验证完成，2026 年产能已售罄

 南亚科技：DRAM 缺货至 2027 年底，定制化 AI 内存已创收

 博通：9500 系列因大批到货价格回落，9600 系列仍紧俏

 英伟达：5 月 GPU 需求分化，服务器 CPU 紧缺延续

 DIODES：交期长达一年，结构性短缺短期无解

 中电港：Q1 财报宣告分销超级周期开启

 台积电：3nm 涨价反映 AI 算力需求远超预期

 中芯国际/华虹半导体：成熟制程迎来“AI 外溢”红利

终端市场

人工智能

 2026 微软印度最大数据中心预计按计划于 2026 年年中投入运营

 谷歌与黑石成立 AI 云基础设施合资项目

 阿里巴巴表示，其 AI 投资预计将超过此前 3800 亿元人民币的计划

 软银计划在法国投资 450 亿欧元建设 AI 数据中心

汽车

 比亚迪正就扩建欧洲工厂进行谈判

 Stellantis 将投资超过 10 亿欧元，用于法国米卢斯的电动车生产

 丰田连续第三个月出现销量下滑

 2026 年初欧洲纯电动车（BEV）销量继续增长

医疗

 飞利浦报告销售额、利润率及订单增长均有所改善

 西门子医疗因中国诊断业务疲弱下调业绩展望

 怡和集团将收购 I-MED 放射影像公司

 罗氏将收购 PathAI，以强化 AI 诊断能力
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工业

 富士康提高资本支出，以扩大 AI 服务器制造能力

 ABB 在欧洲投资 2 亿美元，扩大电网设备产能

 施耐德电气预计，印度数据中心业务增速将超过其核心业务增长

 西门子订单增长超出预期

机器人

 Humanoid 计划在舍弗勒工厂部署多达 2000 台机器人

 舍弗勒瞄准大规模人形机器人订单规模

 日本航空开始试点使用基于宇树机器人的人形机器人方案

 AgiBot 持续扩大人形机器人生产规模

存储行情

 DDR4：需求回暖现货涨价，美光新产线年底量产将大幅增加 DDR4 晶圆供货

 DDR5：产能紧缺叠加大厂锁货，服务器 DDR5 涨价延续至 6 月

 LPDDR：二季度 LPDDR4X、LPDDR5X 单价预计大幅季增

 HBM：市场高速增长、产能紧缺，价格上行，缺口或至 2027 年 Q2 缓解

 NAND Flash：大厂减产 MLC 闪存，导致产能锐减、价格大幅上涨

 SSD：SSD 与内存条合约价上涨，短期现货价格下跌，呈现结构性分化

 HDD：小容量消费级 HDD 需求疲软价格平稳，大容量企业级 HDD 行情稳健为市场主力
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一、宏观动态

（一）行业政策

 美国：特朗普访华携半导体高管团队，H200 芯片对华出口有限放宽

5 月 13 日至 15 日，美国总统特朗普时隔九年再次访华，随行商界代表团涵盖英伟达、高通、美光

科技等多家半导体龙头企业 CEO，其中英伟达 CEO 黄仁勋在启程前最后一刻受特朗普亲自邀请加

入代表团，引发市场高度关注。访华期间，美方将 H200 高端 AI 芯片对华出口作为重要谈判议题。

H200 的对华出口许可早在 2025 年 12 月已获美国商务部批准，但中国方面迄今未批准本土企业采

购。会晤后中方采购意愿能否松动、何时实现实际交付，仍有待后续观察。美国贸易代表格里尔在

访华结束后公开表示，芯片出口管制并非此次双边会谈的重点议题，刻意淡化了管制放松的信号，

意在避免中方将 H200 采购视为美方整体松动的筹码。此次访华表明半导体已成为中美战略博弈的

焦点，美国对华 AI 芯片管制从此前的“一刀切”封锁转向“部分高端芯片可逐案审批”的灵活模

式，但出口管制整体框架并未根本松动。

 欧盟：批准德国 2.88 亿欧元国家援助，加码 EUV 光学镜组与碳化硅材料

5 月 20 日，欧盟委员会正式批准德国政府提供 2.88 亿欧元国家援助，用于支持半导体供应链中两

座新工厂的建设。其中，2.22 亿欧元用于蔡司（Carl Zeiss）在巴登-符腾堡州建设 EUV 光学镜组

生产设施，这些组件是 ASML 下一代 EUV 光刻机的核心部件；6600 万欧元用于 Zadient Materials

在萨克森-安哈尔特州建设超高纯度碳化硅源材料生产设施，采用创新的循环系统技术。这是欧盟

在《芯片法案》框架下推动关键材料与设备本土化的具体落地案例。蔡司项目直接服务于全球最先

进的 EUV 光刻供应链，而碳化硅材料则是第三代半导体功率器件的核心基础。此笔援助的获批表

明，欧盟正从“法案宣示”走向“项目兑现”，在半导体上游关键环节加速构建自主可控能力，以

降低对亚洲供应链的依赖。

 日本：取消 300 亿日元投资门槛，扩大传统芯片补贴范围

日本经济产业省将于 5 月修订半导体补贴条件，取消此前 300 亿日元（约 1.9 亿美元）的最低投资

门槛，使中小型传统芯片制造商也能获得补助，重点扶持模拟半导体和微控制器（MCU）等产品。

2021 年全球芯片短缺曾迫使丰田等车企停产，凸显过度依赖海外供应的经济安全风险。获得补贴

的条件包括：国内产能提高 30%以上，或将 30%以上海外生产转移至日本；供应紧张时优先保证

国内供货；落实防止技术外流措施。此前日本已向台积电熊本厂补贴约 1.2 万亿日元，向 Rapidus

累计补贴约 2.3 万亿日元。随着物理人工智能（AI 控制机器人与车辆）的发展，汽车、机器人等领

域对传统芯片需求激增。此次下调门槛旨在鼓励中小制造商进入市场，从“偏重尖端”转向“尖端

与成熟制程并重”，构建更具韧性的半导体供应体系，支撑日本政府提出的 2040 年国产半导体销
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售额达 40 万亿日元的目标。

 韩国：5 月半导体出口同比暴增 169.4%，AI 需求驱动创历史新高

据韩国产业通商资源部 6 月 1 日发布的数据，5 月份韩国出口总额达 877.5 亿美元，同比增长 53.2%，

创单月历史新高，其中半导体出口额同比增长 169.4%，达到 371.6 亿美元，连续三个月超过 300

亿美元，同样创下单月最高纪录。从细分品类看，DRAM 出口增长 369.8%，NAND 闪存出口增

长 206.8%。受 AI 服务器对固态硬盘需求拉动，计算机出口飙升 290.7%至 41.8 亿美元。此外，

显示器出口增长 9.4%，无线通信设备出口增长 12.6%。区域方面，对中国出口增长 80.9%至 189

亿美元，连续第七个月实现增长；对美出口增长 59.1%至 159.7 亿美元；对东盟出口创下 158.5

亿美元的新高。受美国大型科技公司加大对 AI 投资的影响，存储芯片价格维持高位，推动韩国半

导体出口持续走强。1 月至 5 月累计贸易顺差已达 1019.1 亿美元，超过去年全年水平。值得注意

的是，汽车出口受工作日减少及零部件供应中断等因素影响下降 5.9%，显示韩国出口增长高度依

赖半导体单一产业，结构性集中风险仍需关注。

 中国台湾：第一季度 GDP 增 13.69%创 39 年新高，半导体独强多数产业衰退

据台湾地区“主计总处”发布的数据，2026 年第一季度经济增长率高达 13.69%，创下自 1987 年

第三季度以来近 39 年的单季最高纪录。出口表现尤为亮眼，按美元计价商品出口年增率飙升至

51.10%，其中电子零组件及资通视听产品占出口比重高达 78.5%。然而，亮眼数据背后隐藏着严

重的“K 型化”结构失衡。台湾蓝涛亚洲总裁黄齐元指出，当前经济繁荣本质上是“一个台湾，两

个世界”：AI 与半导体产业推升股市与出口，但其从业人口仅占全台就业市场约 15%；其余 85%

的劳动力集中在传统制造业、服务业、中小企业及农业，多数传统产业正承受衰退压力。近九成非

科技类股表现疲软，半数以上劳工薪资低于中位数，大量服务业从业人员月薪不足新台币 3 万元。

黄齐元呼吁，台湾若不正视产业与经济 K 型化趋势，可能爆发严重社会问题；对接大陆近期释出的

10 项惠台措施（精准锁定传统产业、服务业、中小企业与农业），将成为改善台湾产业结构失衡

的契机。

（二）经济指数

 4 月全球制造业 PMI 升至 52.6，主要经济体扩张提速但成本与供应链压力加剧

2026 年 4 月，全球制造业延续扩张态势，但中东冲突带来的成本与供应链扰动显著加剧。摩根大

通全球制造业 PMI 录得 52.6，较 3 月上升 1.3 个百分点，创四年多新高，连续第九个月位于荣枯

线上方。产出和新订单扩张加速，但部分源于客户为防止价格上涨和供应中断而提前采购。供应商

交付时间延长至 2022 年 8 月以来最差水平，投入成本涨幅显著扩大。分国别看，美国 PMI 升至

54.5（创 2022 年 5 月以来新高），产出与新订单增速均为四年来最快，但出口连续 11 个月下滑，
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就业因成本压力出现九个月来首次下降；欧元区 PMI 升至 52.2（近四年新高），八大成员国全部

重返扩张区间，但投入品价格接近四年高点，产出价格涨幅为 2023 年 1 月以来最大；日本 PMI

飙升至 55.1（2022 年 1 月以来最高），产出增速为 2014 年 2 月以来最快，AI 需求与提前采购双

轮驱动，但供应商交货时间延至 15 年最差；中国 PMI 升至 52.2（2020 年 12 月以来最强），产

出增速近两年最快，新订单增速近五年第二快，就业稳定，企业信心增强；韩国 PMI 升至 53.6（2022

年 2 月以来最高），新订单和产出均提速，但输入价格涨幅创调查启动以来历史最高，产出价格同

创新高；印度 PMI 升至 54.7，出口订单增速七个月新高，但投入成本涨幅创 44 个月最大，产出价

格涨幅为六个月最高。整体来看，AI 相关需求为制造业提供关键支撑，但中东冲突引发的供应链紊

乱与成本上行正成为全球制造业面临的共同挑战。

全球各地区制造业 PMI
时间 全球 中国 日本 韩国 印度 美国 欧元区

2023-11 49.30 49.40 48.30 50.00 56.00 46.70 44.20
2023-12 49.00 49.00 47.90 49.90 54.90 47.40 44.40
2024-01 50.00 49.20 48.00 51.20 56.50 49.10 46.60
2024-02 50.30 49.10 47.20 50.70 56.90 47.80 46.50
2024-03 50.60 50.80 48.20 49.80 59.10 50.30 46.10
2024-04 50.30 50.40 49.60 49.40 58.80 49.20 45.70
2024-05 50.90 49.50 50.40 51.60 57.50 48.70 47.30
2024-06 49.50 49.50 50.00 52.00 58.30 51.70 45.60
2024-07 49.80 49.40 49.10 51.40 58.10 46.80 45.80
2024-08 48.90 49.10 49.80 51.90 57.50 47.20 45.60
2024-09 48.80 49.80 49.70 48.30 56.50 47.20 45.00
2024-10 48.80 50.10 49.80 48.30 57.50 46.50 46.00
2024-11 50.00 50.30 49.00 50.60 56.50 48.40 45.20
2024-12 49.60 50.10 49.60 49.00 56.40 49.20 45.10
2025-1 50.10 49.10 48.70 50.30 57.70 50.90 46.60
2025-2 50.60 50.20 49.00 49.90 56.30 50.30 47.60
2025-3 50.30 50.50 48.40 49.10 58.10 49.00 48.60
2025-4 49.80 49.00 48.70 47.50 58.20 48.70 49.00
2025-5 49.60 49.50 49.40 47.70 57.60 48.50 49.50
2025-6 50.30 49.70 50.10 48.70 58.40 49.00 50.50
2025-7 49.70 49.30 49.90 48.00 59.20 48.00 49.80
2025-8 50.90 50.50 52.00 48.30 59.30 53.00 50.70
2025-9 50.70 51.20 48.50 50.70 57.70 52.00 49.80
2025-10 50.90 50.60 48.20 49.40 59.20 52.50 50.00
2025-11 50.50 49.90 48.70 49.40 56.60 52.20 49.60
2025-12 50.40 50.10 50.00 50.10 55.00 51.80 48.80
2026-01 50.90 50.30 51.50 51.20 55.40 52.40 49.50
2026-02 51.80 52.10 53.00 51.10 56.90 51.60 50.80
2026-03 51.30 50.80 51.60 52.60 53.90 52.30 51.60
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2026-04 52.60 52.20 55.10 53.60 54.70 54.50 52.20
数据来源：Wind

 全球半导体销售额：3 月同比增长 79.2%，Q1 季增 25%，全年有望突破万亿美元

2026 年 5 月 4 日，半导体工业协会（SIA）公布数据显示，2026 年第一季度全球半导体销售额达

2985 亿美元，较 2025 年第四季度增长 25%。其中，3 月全球销售额为 995 亿美元，较 2 月的 895

亿美元环比增长 11.5%，较 2025 年 3 月的 555 亿美元同比大幅增长 79.2%。区域方面，3 月同比

涨幅中，亚太/其他地区领涨 108.5%，美洲增长 83.1%，中国增长 74.8%，欧洲增长 46.5%，日

本增长 7.4%；环比涨幅中，美洲增长 13.3%，中国增长 12.7%，亚太/其他地区增长 9.8%，欧洲

增长 8.4%，日本增长 7.1%。SIA 总裁兼首席执行官 John Neuffer 表示，全球芯片销售额正稳步

迈向 2026 年突破万亿美元的目标，第一季度销售额显著超越去年第四季度，亚太、美洲及中国市

场的强劲增长凸显了半导体及下游科技产品的广泛需求。

全球半导体销售额（十亿美元）

数据来源：SIA

 5 月美国 10 年期国债利率震荡上行，通胀预期与政策信号推动收益率攀升

2026 年 5 月，美国 10 年期国债收益率整体呈现震荡上行态势。月初（5 月 1 日）收于 4.378%，
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月末（5 月 27 日）收于 4.477%，累计上行约 9.9 个基点。月内低点出现在 5 月 1 日的 4.342%（盘

中），高点出现在 5 月 19 日的 4.687%（盘中），收盘高点为 5 月 19 日的 4.669%，波动区间约

4.34%-4.69%。从走势看，5 月上旬收益率在 4.35%-4.45%区间窄幅波动；5 月 12 日至 19 日出

现一轮快速上行，从 4.412%升至 4.669%，八个交易日累计上行约 25.7 个基点；随后收益率有所

回落，5 月 20 日至 27 日从 4.57%降至 4.477%，回吐部分涨幅。本轮上行的主要驱动因素包括：

美国经济数据保持韧性，市场对美联储维持高利率的预期有所强化；原油价格在 5 月中旬再度走高，

推升通胀预期；月中多位美联储官员释放偏鹰信号，市场对年内降息时点的预期进一步推迟。月末

收益率小幅回落，反映市场对过度定价的修正。整体而言，5 月 10 年期美债收益率中枢较 4 月有

所抬升，对半导体等成长型资产的估值构成一定压力。

美国 10 年期国债利率(%)

数据来源：Investing

 5 月费城半导体指数（SOX）走势分析：突破 12000 点延续强势，月中震荡加剧但 AI 主线未

改

2026 年 5 月，费城半导体指数（SOX）延续上行趋势，从 4 月末的 10,387.84 点起步，5 月 26

日收于 12,616.63 点，月度累计涨幅约 21.4%，继 4 月突破万点后进一步站稳 12000 点上方。月

初指数加速上攻，5 月 11 日盘中触及 12,108.67 点的阶段高位，随后出现技术性回调，5 月 12 日

收于 11,741.47 点，5 月 15 日一度下探至 11,522.27 点，回吐部分涨幅；下半月指数重拾升势，5
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月 22 日收于 12,070.17 点，5 月 26 日收盘创下 12,616.63 点的历史新高。全月波动率明显上升，

多空博弈加剧，但整体上行趋势未改。本轮上涨的核心驱动力依然是 AI 算力需求持续超预期：英

伟达 H200 芯片对华出口许可已获美方批准（有待中方采购放行）、台积电 2nm 制程进展顺利、

全球 AI 服务器订单饱满等利好因素不断释放。与此同时，美国 10 年期国债收益率在 4.3%-4.5%

区间震荡，未对高估值科技板块形成明显压制。短期快速上涨后积累的回调压力在月中得到部分释

放，但全球半导体行业在 AI 需求、先进制程推进及库存回补的多重支撑下，景气度仍处上行通道。

市场需关注后续美联储政策信号及中美半导体博弈进展对指数走势的潜在影响。

费城半导体指数(SOX)

数据来源：MacroMicro
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二、半导体产业动态

半导体产业动态概览

厂商 动态事件 关键数据 趋势/影响（含具体型号）

美国半导体协会

SIA

5 月发布 Q1 全球半导体销

售额数据，创季度历史新

高。

Q1 销售额 2985 亿美元（环比

+25%），3 月单月 995 亿美

元（同比+79.2%

MOS 存储器同比+236.4%，逻辑芯

片+40.1%，模拟芯片+14.9%；

2026 年全球销售额有望首破 1 万亿

美元。

英飞凌

Infineon

5 月 26 日宣布 7 月 1 日起

实施 2026 年第二轮涨价，

覆盖部分功率半导体产品。

此前 4 月已涨一次；AI 需求推

动功率器件价格持续上行。

涉及 IGBT、MOSFET、固态变压器

（SST）等；AI 服务器电源架构向高

压直流演进，拉动高压 MOSFET、

IGBT 需求。

德州仪器

TI

继 4 月 1 日涨价后，计划 7

月 1 日实施 2026 年第二轮

涨价；Q1 数据中心同比

+90%。

第一轮涨幅 15%-85%；第二轮

覆盖 PMIC、MOSFET 等。

覆盖数字隔离器（ISO7741）、栅

极驱动器（UCC21520）、PMIC（TPS

系列）。AI 服务器需求正从 GPU 向

模拟及电源管理芯片全面扩散。

意法半导体

ST

继 4 月 26 日第一轮涨价

后，5 月 28 日发布第二轮

涨价通知，6 月 28 日起执

行。

第二轮涨价针对此前未调价产

品，范围扩大。

覆盖 STM32 系列 MCU、功率

MOSFET（STP 系列）、IGBT、SiC

功率器件（SCT 系列）等。四个月

内两次调价，反映车规与工业需求

回暖叠加 AI 需求外溢。

联电

UMC

5 月 28 日股东会：2026

年下半年选择性涨价，

2027 年将进行更广泛价格

谈判。

新加坡新厂月产能 1.2 万片（可

扩至 1.8 万片），2027 年量产；

硅中介层月产能从 3 千片扩至

6 千片。

涨价主要针对新订单、新工艺、新

产能；22/28nm 及特殊制程为重点。

AI 及数据中心驱动成熟制程需求，

晶圆代工涨价潮从 8 吋向 12 吋蔓

延。

美光

Micron

5 月 26 日股价暴涨逾

19%，市值突破 1 万亿美

元；完成铜锣厂收购。

市值达 1.01-1.023 万亿美元，

瑞银目标价上调至 1625 美元。

HBM4 产能爬坡速度比 HBM3E 快

两倍；铜锣厂预计贡献 2027 年超

10%全球产能；企业级 SSD 及

DDR5 内存条合约价持续上涨。

三星电子

Samsung

工会宣布 5 月 21 日至 6 月

7 日总罢工；计划 5 月生产

首批 HBM4E 工程样品。

若罢工成真，预计 DRAM 全球

供应中断 3%-4%，NAND 中

断 2%-3%。

目标英伟达 Vera Rubin Ultra 平台；

CXL 内存系统“Pangea v2”性能提

升 10.2 倍；2nm 良率约 55%。

SK 海力士

SK Hynix

5 月确认 12-high HBM 混

合键合验证完成；HBM 产

能 2026 年已售罄。

已订购混合键合一体化系统

（约 200 亿韩元）；客户转向

3-5 年长期协议。

HBM4 导入混合键合奠定基础；具

备基于 HBM3E 最高 16-high 堆叠

能力；DRAM 及 NAND 价格延续涨

势。
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南亚科技

Nanya

5 月 21 日股东会：DRAM

缺货至 2027 年底；定制化

AI 内存已产生营收。

新厂 2027 年下半年量产，月

增 3 万片。

UltraWIO 超高频宽内存频宽高于

JEDEC HBM 标准，采用

Wafer-to-Wafer Bonding，2027

年上半年规模放量。

博通

Broadcom

5 月 1 日涨价执行后，9500

系列市场价回落，9600 系

列货源紧俏。

9560-8i <850 美元，9560-16i

<1700 美元；9600 系列全线

上调。

9560-8i（华为渠道充足）、9560-16i

（大批到货）、9670-24i/9660-16i

（9600 系列紧张）、9361-8i 1G（停

产三年刚需仍旺）。

英伟达

NVIDIA

5 月 GPU 市场：高端坚挺、

中低端走弱；服务器 CPU

紧缺持续。

高端 Pro 6000 系列供应紧张；

中低端库存上升。

稳定供货：RTX A400/A1000/2000

ADA/PRO 2000/4000/5000

48GB、DGX Spark 4TB；服务器

CPU 缺货：6544Y、6542Y 等。

DIODES

5 月交期普遍延长至

48-52 周，部分达 1 年；2

月及 4 月两次涨价已全面

生效。

全产品线涨幅 20%-30%；由

Nexperia 危机+AI 需求爆发双

重驱动。

覆盖肖特基二极管（BAT54 系列）、

MOSFET（DMN 系列）、逻辑 IC

（74HC 系列）、ESD 保护（PESD

系列）。短缺至少持续至 2027 年。

中电港

CECport

5 月发布 2026 年 Q1 财报：

营收 144.48 亿元，同比大

增 144%；扣非净利润增速

146%。

预付款同比+261%，存货环比

+50%；Q1 增速为分销行业最

高。

分销作为半导体“晴雨表”率先复

苏，预示上游原厂 Q2/Q3 业绩加速；

“AI+存储”双轮驱动，现货订单利

好明显。

台积电

TSMC

计划于 2026 年下半年上

调 3nm 制程价格，最高涨

幅 15%，2027 年或再涨

5%–10%

3nm 月产能从 13 万片增至 16

–17.5 万片（2026 年 Q2）；

4Q25 全球晶圆代工市占率

70.4%

AI 芯片（NVIDIA GPU、

Broadcom/Marvell ASIC）及云端

自研芯片加速采用 3nm，产能持续

紧缺。2nm 尚处良率爬坡初期，3nm

为 AI 最稳定节点。涨价应对海外扩

产及折旧压力

中芯国际/华虹半导体

SMIC/

Huahong Grace

因 AI 需求带动产能利用率

飙升，对供应紧缺品类实施

涨价；华虹 2026 年 12 英

寸产品线预计进一步调涨

中芯 1Q26 毛利率环比提升，

预计 2Q26 毛利率 20%–22%；

5 月起产能利用率较去年 Q3

近翻倍；华虹 12 英寸产品涨价

预期明确；MCU、独立闪存、

BCD 功率芯片增长强劲

AI 支撑芯片需求强劲，海外 AI 挤占

先进产能，消费电子/IoT 订单回流

中国成熟制程。中芯全资控股 SMIC

北（406 亿），华虹整合华力微（82.68

亿）。受惠：PMIC、MCU、BCD

功率芯片

厂商动态深度解读

 全球半导体市场：Q1 全球半导体销售额 2985 亿美元创历史新高，3 月同比激增
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79.2%

美国半导体行业协会（SIA）5 月发布的数据显示，2026 年第一季度全球半导体销售额

达 2985 亿美元，环比增长 25%，创季度历史新高。其中 3 月单月销售额达 995 亿美

元，同比暴增 79.2%。从品类看，MOS 存储器同比增长 236.4%，逻辑芯片增长 40.1%，

MOS 微组件增长 18.8%，模拟芯片增长 14.9%。分地区看，亚太及其他地区营收同比

增长 108.5%，美洲增长 83.1%，中国增长 74.8%，欧洲增长 46.5%。SIA 总裁兼首席

执行官 John Neuffer 表示，2026 年全球半导体销售额有望首次突破 1 万亿美元大关。

 英飞凌：7 月 1 日起实施年内第二轮涨价，AI 驱动功率半导体结构性短缺

据 TechNews 及《工商时报》5 月 27 日报道，英飞凌于 5 月 26 日通知客户及合作伙

伴，自 2026 年 7 月 1 日起对部分产品实施价格调整，这是继 2026 年 4 月第一轮涨价

后的第二次上调。英飞凌表示，全球半导体供应链持续面临成本上升压力，地缘政治紧

张推高了能源、原材料、运输及服务等全价值链成本；与此同时，公司各产品线需求增

速远超数月前的预期。为维持稳定供应，英飞凌正加速投资扩产。英飞凌特别指出，传

统变压器因大量使用铜等原材料，成本和交期压力持续上升，而固态变压器（SST）等

新技术因原材料消耗较少，在 AI 及基础设施需求竞争加剧的背景下，正成为更具吸引

力的替代方案。AI 算力扩张已从 GPU 向功率半导体全面传导，英飞凌第二轮涨价印证

了这一结构性趋势。

 德州仪器：继 4 月 1 日涨价后，7 月 1 日再启第二轮调价

德州仪器继 4 月 1 日实施第一轮全面涨价（涨幅 15%-85%）后，再次计划于 7 月 1 日

启动第二轮价格调整，主要涉及 PMIC、MOSFET 等产品。第一轮涨价执行后，工业与

汽车类核心产品现货报价上涨 30%-60%，交期延长至 16-26 周。Q1 财报显示营收

48.25 亿美元（+19%），数据中心收入同比大增 90%，表明 AI 服务器需求正从 GPU

向模拟芯片全面传导。两次涨价间隔不足三个月，反映出成本压力持续上升与 AI 需求

外溢的双重驱动。

 意法半导体：三个月内二度涨价，成本压力与 AI 需求外溢共振

5 月 28 日，ST 向全球客户发布通知，宣布自 2026 年 6 月 28 日起对部分产品再次上

调价格，这是继 4 月 26 日第一轮涨价后的年内第二次调价，两次间隔仅约两个月。ST

在函件中表示，原材料、运输、人工等运营成本持续攀升，原有调价已无法覆盖新增成

本，因此决定扩大涨价范围，重点针对此前未调价的产品，涵盖 STM32 系列 MCU、

功率 MOSFET（STP 系列）、IGBT 及 SiC 功率器件（SCT 系列）等核心品类。本轮涨
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价的核心驱动力已从单纯成本传导演变为“成本推升+AI 需求外溢”的双轮驱动模式—

—AI 正从 GPU、HBM 向电源管理、功率转换环节扩散，英伟达 GB300 平台及高压直

流（HVDC）架构的推广将进一步拉动高压 MOSFET、IGBT 需求；同时 ST 在车规 SiC

领域持续重资产投入，庞大资本开支下涨价成为保障利润率和现金流的重要手段。需求

端方面，汽车电子、工业控制、AI 电源等领域明显回暖，ST 2026 年 Q1 营收同比增长

23.0%超预期，下游补库周期已开启。对国内市场而言，STM32、STP、SCT 等系列产

品分销报价或出现新一轮上涨、交期拉长，但国际大厂涨价也为国产模拟及功率器件企

业提供了替代窗口期。

 联电：2026 年下半年选择性涨价，2027 年或全面调价；新加坡扩产加速

据《自由时报》、《MoneyDJ》、《TechNews》、《工商时报》及中央社 5 月 28 日

报道，联电于当日股东会上披露了最新定价策略与扩产计划。联电财务长刘启东表示，

公司计划在 2026 年下半年实施选择性涨价，主要针对新订单、新工艺及新开出产能，

而 2027 年将进入更广泛的价格谈判，届时调价幅度可能更大。联电指出，近期原材料

价格上涨以及新加坡扩产成本高于台湾，是推动价格调整的关键因素。现有长期合约价

格将维持不变。

在产能扩张方面，联电正加速新加坡新厂建设。该厂聚焦 22/28nm 及部分特殊工艺，

规划月产能约 1.2 万片，未来可扩至 1.8 万片，预计 2026 年开始逐步爬坡，但量产可

能推迟至 2027 年。此外，联电将硅中介层（Interposer）月产能从 3,000 片提升至 6,000

片，以更好满足客户在先进封装领域的需求。公司也在评估硅光子、先进节点及先进封

装等技术作为新加坡扩产路线图的一部分。

联电的涨价计划与台积电 3nm 再涨价的传闻形成呼应，表明晶圆代工行业正全面进入

涨价周期。TrendForce 此前预测 2026 年全球 8 英寸产能将减少 2.4%，而 12 英寸成

熟制程（22/28/40nm）需求受益于 AI 电源管理、物联网及汽车电子，供给持续偏紧。

联电的选择性涨价策略既反映了成本压力，也体现了其在成熟制程细分市场的议价能力。

 美光科技：市值突破万亿美元，HBM4 加速量产

5 月 26 日，美光科技股价单日暴涨逾 19%，收报 895.88 美元，总市值突破 1 万亿美

元大关，成为继台积电、英伟达之后又一家跻身“万亿美元俱乐部”的半导体企业。瑞

银分析师 Timothy Arcuri 将目标价从 535 美元大幅上调至 1625 美元，上调幅度超过

三倍。美光此前完成对力积电铜锣 P5 厂区 18 亿美元收购，TrendForce 预计一期将于

2027 年下半年贡献产能，相当于美光 2026 年 Q4 全球产能的 10%以上。在技术层面，
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美光 HBM4 产能爬坡速度比 HBM3E 快两倍，1-gamma 制程预计 2026 年年中成为产

量主力，HBM4E 开发进展顺利，预期 2027 年启动产能爬坡。存储买家正纷纷签订 3-5

年长期合同。

 三星电子：5 月罢工风险或致供应中断，HBM4E 样品本月生产

据韩国 Newsis、朝鲜日报报道，三星电子工会宣布将于 5 月 21 日至 6 月 7 日举行总

罢工。KB 证券分析师 Kim Dong-won 预计，若罢工全面实施，DRAM 全球供应将中

断 3%-4%、NAND 中断 2%-3%。三星电子目前 90%新增晶圆产能投向 HBM 和服务

器 DRAM，已正式停产 LPDDR4/4X。在先进技术方面，三星计划 5 月正式生产首批

HBM4E 工程样品，目标搭载于英伟达 Vera Rubin Ultra 加速器平台；其 CXL 内存系

统“Pangea v2”性能较前代提升 10.2 倍。2nm 良率约 55%。罢工风险叠加 Q2 DRAM

合约价再涨 30%的既定事实，将进一步加剧存储芯片供给紧张。

 SK 海力士：HBM 混合键合验证完成，2026 年产能已售罄

据 The Elec 4 月 29 日报道（该技术验证完成的消息在 5 月持续影响市场），SK 海力

士已完成 12-high HBM 混合键合验证，正提升量产良率，并已订购应用材料与 Besi

联合开发的混合键合一体化系统（约 200 亿韩元），为 HBM4 导入混合键合奠定基础。

公司同时具备基于 HBM3E 最高 16-high 的堆叠能力。在产能方面，SK 海力士 2026

年 HBM 产能已售罄，客户需求远超供给，正转向 3-5 年长期协议。Q1 财报显示营收

52.58 万亿韩元，营业利润率 72%创纪录。SK 集团会长崔泰源表示，AI 驱动短缺或持

续至 2030 年，供应缺口可能超 20%。

 南亚科技：DRAM 缺货至 2027 年底，定制化 AI 内存已创收

5 月 21 日，南亚科技召开 2026 年股东会。总经理李培瑛表示，DRAM 缺货状况“至

少到明年底都会维持紧张”，多家客户主动要求签订超过两至三年的长约。南亚科布局

的并非传统HBM标准品，而是定制化超高频宽内存（UltraWIO），频宽高于 JEDEC HBM

规格，采用 Wafer-to-Wafer Bonding 技术，该产品已开始产生小幅营收，预计 2027

年上半年可望实现规模放量，且合作对象不止一家。新厂扩建预计 2027 年 Q1 装机、

下半年量产，月增约 3 万片，整体产能有望在未来三年内增加 80%-100%。

 博通：9500 系列因大批到货价格回落，9600 系列仍紧俏

自 5 月 1 日博通原厂正式调价（整体涨幅超 10%）以来，市场呈现分化走势。受供货

增量影响，9500 系列核心型号市场成交价回落：9560-8i 近期华为渠道货源充足，市
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场价低于 850 美元；9560-16i 近期至 Q3 持续大批量到货，市场价不足 1700 美元。

而 9600 全系列（9670-24i、9660-16i 等）原厂订货价格同步上调，该系列此前长期

缺货，现阶段虽有少量货源入市但流通速度快，货源仍较紧张。值得注意的是，已停产

三年多的 9361-8i 1G 凭借稳定的适配性，海内外终端市场刚需依旧旺盛。

 英伟达：5 月 GPU 需求分化，服务器 CPU 紧缺延续

5 月 GPU 市场呈现明显分化：高端显卡（如 Pro 6000 系列）受 AI 大模型训练、影视

渲染等专业场景支撑，需求稳定，价格坚挺，供应偏紧张；中低端显卡（如 Pro 4000/4500

等）受 PC 及常规设计需求偏弱影响，价格回调，渠道库存上升。以下型号目前货源充

足、可稳定供货：RTX A400、RTX A1000、RTX 2000 ADA、RTX PRO 2000、RTX PRO

4000、RTX PRO 5000 48GB、DGX Spark 4TB。服务器 CPU 方面，5 代、6 代需求

最旺，6544Y、6542Y、6526Y、6438N、6767P、6761P 等型号缺货严重，部分高端

型号交期长达半年。价格方面，Q2 全面上调，5 月官价继续上涨。

 DIODES：交期长达一年，结构性短缺短期无解

据 SemiMedia 等专业半导体行业媒体报道，DIODES Incorporated 自 2026 年 2 月

初实施了全产品线约 20%的价格上调，并于 4 月 1 日起针对部分产品系列再度实施调

价，新价格同时适用于所有新订单及现有未交订单。另据供应链信息，DIODES 部分产

品交期已大幅延长至约 52 周。本轮短缺受两大结构性因素驱动。一是安世半导体

（Nexperia）产能危机。荷兰政府于 2025 年 9 月依据 1952 年《物资供应法》对安世

半导体实施强制管制，中国随后对安世在华工厂实施了出口禁令，导致其约 50%的封

装测试产能受限，中断对欧洲客户供应。据德国《商报》报道，安世半导体供应了欧洲

汽车行业 49%的电子元件。受影响的下游 OEM 厂商正永久性弃用该品牌，并将 DIODES

作为替代首选。二是 AI 服务器爆炸性需求。据 TrendForce 及多家行业媒体报道，随

着 AI 数据中心加速建设，AI 服务器电源架构向高压直流演进，对 MOSFET、功率管理

IC 等功率半导体的需求激增，大幅挤占了 8 英寸成熟制程产能，导致全球 8 英寸晶圆

代工平均产能利用率在 2026 年已攀升至近 90%，且预计供给紧张局面短期内难以缓解。

在 Nexperia 订单挤占与 AI 需求爆发双重因素叠加下，Diodes 产能已不堪重负，供需

失衡预计至少持续至 2027 年。受影响型号涵盖肖特基二极管（BAT54 系列）、MOSFET

（DMN2990UDJ）、逻辑 IC（74HC595）、ESD 保护（PESD5V0S1BA）等。

 中电港：Q1 财报宣告分销超级周期开启
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国内分销龙头中电港 5 月发布的 2026 年 Q1 财报显示：营收 144.48 亿元，同比大增

144%；扣非净利润增速 146%，盈利质量创历史最佳。预付款同比大增 261%，存货

环比增 50%，显示公司正向上游“打钱”锁产能并主动补库，对后续需求信心十足。

对比国内外六家主要分销商，Q1 同比均速超 90%，进一步验证周期上升。参考历史周

期走势，分销商增速领先上游原厂约 2 个季度，预示后续 TI、NXP、Infineon 等核心

原厂 Q2/Q3 业绩将进一步加速。结合中电港营收结构，“AI+存储”双轮驱动趋势明

确，存储、AI 服务器相关产品涨价潮将持续。

 台积电：3nm 涨价反映 AI 算力需求远超预期

台积电 3nm 制程原以智能手机 SoC 为主要驱动力，但随着 AI 服务器进入新一轮升级

周期，NVIDIA、AMD、Google、AWS 等客户加速将 AI 芯片迁移至 3nm，叠加云端

厂商自研 ASIC（为降低对通用 GPU 的依赖）进一步扩大晶圆需求。Fab 18 产线利用

率持续满载，即使月产能从 13 万片扩至 16–17.5 万片，仍无法满足客户排队订单。涨

价背后既是供需失衡的市场结果，也是台积电应对海外扩厂（如美国亚利桑那）带来的

折旧压力、维持 55%以上毛利率的策略。2nm 尚处早期良率爬坡，量产前 3nm 将继

续作为 AI 芯片最成熟、成本最优的选择，涨价趋势至少贯穿 2026 下半年至 2027 年。

 中芯国际/华虹半导体：成熟制程迎来“AI 外溢”红利

中芯国际与华虹半导体近期产能利用率飙升，直接原因有二：一是 AI 服务器及端侧 AI

设备（ToF 传感器、电源管理芯片、机器人、电动车）带动成熟制程配套芯片需求爆发，

典型产品包括 PMIC、MCU（如 STM32 系列）、BCD 功率芯片等；二是海外先进代

工厂（台积电、三星）将产能优先分配给高利润的 AI 先进节点，导致消费电子、IoT

等成熟制程订单外溢至中国大陆。中芯国际已对紧缺品类涨价，2Q26 毛利率有望升至

20%–22%，5 月起产能利用率较 2025 年 Q3 近翻倍；华虹半导体 2025 年持续涨价，

2026 年 12 英寸产品线预计继续提价，MCU、独立闪存、BCD 功率芯片增长强劲。

这一趋势显示，中国大陆成熟制程在全球供应链中的“安全垫”作用正在增强。同时，

两大代工厂正加速横向整合：中芯国际全资控股中芯北方（406 亿元收购案获批），华

虹半导体整合华力微（82.68 亿元交易推进中），规模效应将进一步巩固其在成熟制程

领域的成本与产能优势。
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三、终端市场动态

终端市场动态概览

类别 动态 洞察

人工

智能

微软确认，其在印度最大的资料中心

将按计划于 2026 年年中投入运营，这

是其持续扩大当地 AI 及云基础设施战

略的一部分。

新 增 AI 运 算 能 力 预 计 将 带 动 企 业 级 SSD 、 DDR5

RDIMM、高速网络模块、电源管理 IC 及数据中心电力

基础设施的需求增长。

谷歌与黑石宣布成立联合 AI 云基础设

施合资企业，目标约 500MW 数据中

心容量，初始投资约 50 亿美元。

大规模 AI 基础设施部署预计将推动 AI 服务器、HBM、

高性能企业级 SSD、液冷系统、高速互连解决方案及电

源模块的采购需求。

阿里巴巴表示，随着云和 AI 需求持续

增长，其 AI 投资预计将超过此前宣布

的人民币 3800 亿元承诺。

持续的 AI 基础设施扩张可能带动中国市场对 AI 服务

器、DDR5 内存、企业级存储、网络设备及电源管理组

件的需求增长。

软银宣布计划在五年内投资 450 亿欧

元，在法国建设以 AI 为重点的数据中

心容量。

该项目预计将推动对 AI 服务器、企业级 SSD、电力分

配设备、制冷基础设施及电网相关电气组件的长期需

求。

汽车

比亚迪据称正在评估利用欧洲闲置工

厂，以支持本地化电动车生产。

本地电动车生产可能增加对汽车 MCU、电池管理系统

（BMS）芯片、电源模块、传感器及车载连接组件的需

求。

Stellantis 宣布投资超过 10 亿欧元，

用于在法国米卢斯生产下一代电动

车。

长期电动车生产将支撑对功率半导体、车载充电器、电

池管理 IC、车载存储器及传感器的需求。

丰田连续第三个月销量下滑，主要受

中国及中东市场疲弱影响。

汽 车 需 求 走 弱 可 能 在 短 期 内 放 缓 疲 弱 地 区 对 汽 车

MCU、车载信息娱乐组件、传感器及存储器的拉动。

2026 年初欧洲纯电动车（BEV）销量

持续增长，成为推动电动车总量增长

的主要动力。

更高的 BEV 渗透率支撑对电池管理系统（BMS）、功

率模块、碳化硅（SiC）器件、温度传感器、充电组件

及车规级存储器的需求。

医疗

飞利浦报告销售额、利润率及订单均

实现增长。

稳定的医疗设备需求可能支撑对嵌入式处理器、医疗传

感器、显示器、存储设备及电源管理组件的需求。

西门子医疗因中国诊断业务疲弱下调

业绩展望。

诊断需求走弱可能影响实验室设备电子元件、诊断模

块、传感器及相关嵌入式系统的需求。

怡 和 集 团 同 意 以 约 24 亿 美 元 收 购

I-MED 放射影像公司。

影像网络扩张可能带动医疗工作站、存储服务器、诊断

显示器及影像电子设备的需求。

罗氏同意收购 PathAI，以强化 AI 辅助

诊断与数字病理能力。

AI 病理技术的应用可能增加对图像处理硬件、医疗服务

器、企业级存储及数字诊断基础设施的需求。
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工业

富士康计划将资本支出提高约 30%，

以扩大 AI 服务器制造产能。

AI 服务器产能扩张将带动 PCB、连接器、电源供应器、

散热模组、SSD、存储器及高速互连元件的需求增长。

ABB 将投资 2 亿美元，在欧洲扩大中

压设备生产能力。

数据中心与电气化趋势可能增加对电源模块、保护继电

器、传感器、开关设备及自动化组件的需求。

施耐德电气预计印度数据中心业务增

长将超过其核心业务增速。

AI 就绪型数据中心将支撑对 UPS（不间断电源）、开关

设备、冷却设备、传感器、监测装置及工业功率半导体

的需求。

西门子报告订单表现强于预期，但利

润面临压力。

具有韧性的工业订单可能支撑对 PLC、工业传感器、通

信模块、自动化控制器及电力电子产品的需求。

机器

人

Humanoid 计划到 2032 年在舍弗勒

（Schaeffler）工厂部署多达 2000 台

机器人。

工厂人形机器人部署可能增加对伺服驱动器、电机控制

器、编码器、传感器、电源管理 IC 及工业级存储器的

需求。

舍弗勒预计，到 2030 年，人形机器人

相关订单规模将达到数亿欧元。

机器人供应链增长可能带动执行器、电机驱动器、位置

传感器、精密轴承及工业控制组件的需求。

日本航空开始在羽田机场试用基于宇

树平台的人形机器人。

机场机器人试点可能带动对视觉传感器、边缘 AI 处理

器、电池管理系统（BMS）、通信模块及工业级耐用存

储的需求。

AgiBot 持续扩大人形机器人生产，强

化中国在具身智能制造方面的推进。。

更大规模的机器人出货量可能带动运动控制 IC、伺服系

统、摄像头、工业级 NAND、DRAM 及嵌入式计算平

台的需求。
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（一）人工智能

 2026 微软印度最大数据中心预计按计划于 2026 年年中投入运营

微软在印度最大的资料中心预计于 2026 年年中上线，支持其在亚洲更广泛的 AI 与云

基础设施扩张。该公司此前宣布重大印度投资计划，包括在早前 30 亿美元承诺基础上

追加 175 亿美元。印度正因庞大的互联网用户群和深厚技术人才储备，成为战略性 AI

市场。这显示亚洲未来 AI 基础设施需求将进一步增强，主要受益领域包括 AI 服务器、

企业级 SSD、网络设备、电源模块、液冷系统及数据中心电气基础设施。

 谷歌与黑石成立 AI 云基础设施合资项目

谷歌与黑石宣布成立 AI 云合资企业，黑石初期投入 50 亿美元股权，用于在 2027 年前

开发 500MW 数据中心容量。该项目总投资规模可能达到 250 亿美元，并将提供基于

Google TPU 的算力即服务。这表明 AI 算力需求持续增强，供应链受益领域包括 AI 服

务器、内存、高速互连、电力系统、冷却及数据中心建设设备。

 阿里巴巴表示，其 AI 投资预计将超过此前 3800 亿元人民币的计划

阿里巴巴表示，预计未来三年 AI 投资将超过此前规划的 3800 亿元人民币。公司称，

AI 投入的早期回报积极，正推动其进一步扩展云计算能力。尽管季度利润不及市场预期，

但投资者对管理层关于 AI 变现及未来回报的表态反应正面，显示公司持续将云与 AI 基

础设施作为长期增长重点。阿里巴巴更高的 AI 支出意味着中国 AI 基础设施需求增强，

这将支持 AI 服务器、企业级 SSD、网络设备、电源模块及散热组件的采购需求。在供

应链本土化压力下，国内组件供应商有望受益于中国云厂商持续扩张 AI 算力能力。

 软银计划在法国投资 450 亿欧元建设 AI 数据中心

软银计划未来五年在法国投资 450 亿欧元建设 AI 数据中心，重点布局上法兰西大区，

目标约 3.1GW 容量，并可能进一步扩展。法国凭借电力充足及核能基础，正打造欧洲
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AI 基础设施枢纽。施耐德电气预计将提供模块化基础设施方案，而法国电力公司将提供

前发电厂场地用于数据中心改造。该项目是欧洲 AI 数据中心基础设施的重要长期需求

驱动因素，可能提升对 AI 服务器、电网设备、电力分配系统、冷却系统、能源管理系

统、SSD 及高速网络组件的需求，电力与热管理相关供应商或将获得更大机会。

（二）汽车

 比亚迪正就扩建欧洲工厂进行谈判

比亚迪据称正与 Stellantis 及其他欧洲车企洽谈接管欧洲闲置工厂，以支持其在欧洲本

地化生产电动车的战略，降低关税风险并提升供应链灵活性。比亚迪更倾向于独立运营

工厂，而非合资模式。本地化生产可能增加对车规级 MCU、电池管理系统（BMS）芯

片、电源模块、车载充电组件、传感器及车载通信模块的需求，同时带动欧洲认证车规

级元件及本地 Tier-1 供应链的采购需求。

 Stellantis 将投资超过 10 亿欧元，用于法国米卢斯的电动车生产

Stellantis 宣布投资超过 10 亿欧元，在法国米卢斯工厂生产新一代电动车，预计 2029

年开始投产。该投资是其整体电动化战略的一部分，也支持法国国家电动化规划。 这

进一步强化了长期电动车零部件需求，主要受益领域包括功率半导体、电池管理系统

（BMS）芯片、车载充电器、汽车 MCU、车载传感器、车规级存储器及车载信息娱乐

相关电子元件。

 丰田连续第三个月出现销量下滑

丰田全球汽车销量连续第三个月下滑，主要受中国和中东市场表现疲弱影响。该结果表

明，即使是全球最大车企，需求在不同地区仍呈现分化。尽管丰田在部分亚洲市场生产

仍有支撑，但关键市场的销售疲软可能影响短期采购规划。这对受影响地区的汽车电子
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需求构成偏弱的短期信号，客户可能在库存管理上更趋谨慎，包括汽车 MCU、车载信

息娱乐模块、传感器、存储器及车载通信组件等。

 2026 年初欧洲纯电动车（BEV）销量继续增长

2026 年初欧洲纯电动车（BEV）销量持续增长，成为电动车总量增长的主要驱动力。

据 Autovista24 报道，BEV 较 2025 年同期增加 146,703 辆，达到 725,375 辆，占电

动车市场 67%。这表明尽管面临价格压力与竞争，欧洲仍是重要的 EV 增长区域。 更

高的 BEV 渗透率将支撑对电池管理系统（BMS）芯片、功率模块、SiC 器件、温度传

感器、充电组件、车规级存储器、高压连接器及车辆控制电子的需求。

（三）医疗

 飞利浦报告销售额、利润率及订单增长均有所改善

飞利浦报告销售、利润率及订单均强于预期，并维持全年业绩指引，同时持续推进生产

力提升与定价策略优化。结果表明，医疗科技需求整体仍较稳定，尤其是在影像、监护

及互联医疗设备领域。稳定的医疗设备需求可能支撑嵌入式处理器、医疗传感器、显示

器、存储设备、通信模块及医疗级电源管理组件的采购。与此同时，这一结果对中国诊

断设备需求信号偏弱，可能影响实验室仪器、诊断模块、传感器及嵌入式电子产品，但

影像相关需求仍相对更具韧性。

 西门子医疗因中国诊断业务疲弱下调业绩展望

西门子医疗因诊断业务疲弱下调 2026 年营收增长预期，尤其是中国市场表现较弱。该

市场受到报销价格下降及带量采购政策影响。压力主要集中在诊断业务，而非整体医疗

影像市场。这一结果对中国诊断设备需求构成偏弱信号，可能影响实验室仪器、诊断模

块、传感器及嵌入式电子产品，但医疗影像相关需求仍可能保持相对韧性。
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 怡和集团将收购 I-MED 放射影像公司

怡和集团同意以约 24 亿美元收购澳大利亚 I-MED 放射影像网络。I-MED 运营 200 多

家影像诊所，每年开展数百万次检查。该交易反映出市场对放射影像网络及医疗基础设

施的持续投资兴趣。影像网络扩张可能带动对诊断影像系统、医疗工作站、存储服务器、

高分辨率显示器、PACS（影像存档与通信系统）基础设施及 AI 放射影像硬件的需求。

 罗氏将收购 PathAI，以强化 AI 诊断能力

罗氏已同意收购美国数字病理与 AI 诊断公司 PathAI，并计划将其整合至诊断业务部门，

以强化 AI 赋能的病理学与伴随诊断能力。此次收购推动病理流程从人工操作向自动化、

AI 辅助诊断转型。AI 病理应用的扩大可能提升对图像处理硬件、医疗服务器、企业级

存储、高分辨率扫描系统及数字化诊断基础设施的需求，从而支撑医疗电子与医疗数据

系统的长期需求增长。

（四）工业

 富士康提高资本支出，以扩大 AI 服务器制造能力

富士康表示，AI 需求正在支撑强劲增长动能，并计划今年将资本支出提高约 30%，以

扩大 AI 服务器制造产能。董事长刘扬伟指出，大型云服务商的巨额投资是主要驱动力。

DigiTimes 也报道称，在算力基础设施需求推动下，富士康 AI 服务器业务正快速扩张。

这对 AI 服务器供应链构成直接利好信号，可能带动服务器 PCB、连接器、电源供应器、

散热模组、SSD、存储器、线缆组件、光学器件及高速互连元件的需求增长。

 ABB 在欧洲投资 2 亿美元，扩大电网设备产能

ABB 宣布投资约 2 亿美元，在欧洲扩大中压电网设备生产能力。该投资受数据中心、

电动车、工厂、医院及大型建筑用电需求增长推动。ABB 计划扩建多个欧洲工厂，包括
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在意大利新建工厂。 AI 数据中心与电气化趋势正在提升电力基础设施需求，可能带动

电源模块、保护继电器、工业传感器、开关设备、监控系统及自动化组件的需求增长。

 施耐德电气预计，印度数据中心业务增速将超过其核心业务增长。

施耐德电气预计，未来四到五年其印度数据中心业务增速将超过在印度整体业务增长，

主要受 AI 就绪型基础设施、超大规模云服务商、托管数据中心运营商及企业需求推动。

随着 AI 基础设施扩张，数据中心在其印度业务中的占比将持续提升。这将支撑对 UPS

系统、开关设备、冷却设备、功率半导体、传感器、监控装置及能源管理系统的需求。

印度数据中心建设的持续推进也可能带来对工业电力与控制类组件的稳定需求。

 西门子订单增长超出预期

西门子报告订单强于预期，但利润仍承压。订单增长表明，尽管宏观环境存在不确定性，

工业基础设施、自动化及电气化需求仍保持韧性。这说明工业客户仍在持续进行自动化

与基础设施升级投资。稳定的工业订单有助于支撑 PLC、工业传感器、通信模块、自动

化控制器、电力电子及工厂电气化组件的采购需求。但利润压力也可能使客户在价格与

库存管理方面保持谨慎。

（五）机器人

 Humanoid 计划在舍弗勒工厂部署多达 2000 台机器人

英国机器人公司 Humanoid 计划到 2032 年在舍弗勒制造工厂部署 1000 至 2000 台人

形机器人，初期部署预计于 2026 年底至 2027 年中在德国启动。这些机器人将用于工

厂任务，如搬运箱体和产线测试。这标志着人形机器人正逐步进入真实工厂应用阶段，

可能带动伺服驱动器、电机控制器、编码器、传感器、工业级存储、边缘处理器、电池

及电源管理方案的需求增长。
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 舍弗勒瞄准大规模人形机器人订单规模

舍弗勒表示，预计到 2030 年与人形机器人相关的订单规模将达到数亿欧元，并正将自

身定位为人形机器人机械与运动部件的关键供应商。这表明传统汽车与工业供应商正加

速进入机器人供应链。这将支撑执行器、精密轴承、电机驱动器、位置传感器、编码器

及工业控制组件的需求增长。机器人产业有望在本世纪末前成为重要的元器件需求驱动

因素。

 日本航空开始试点使用基于宇树机器人的人形机器人方案

日本航空于 2026 年 5 月与 GMO AI & Robotics 合作，启动人形机器人试点，采用两

台基于宇树平台的人形机器人。机器人用于机场的劳动密集型任务，如行李装载、集装

箱运输及机舱清洁。这是人形机器人在真实物流与服务环境中的早期应用案例。 商业

化试点可能带动机器视觉系统、边缘 AI 处理器、电池管理系统（BMS）、电机驱动器、

通信模块及工业级加固存储设备的需求增长。

 AgiBot 持续扩大人形机器人生产规模

AgiBot 作为中国增长最快的人形机器人公司之一持续受到关注。公司已报告实现规模

化生产进展，并正定位为全球主要的人形机器人制造商之一。这反映出中国正推动人形

机器人从原型研发阶段迈向规模化制造与商业化部署。
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四、存储行情

（一）存储行情概览

 DDR4：需求回暖现货涨价，美光新产线年底量产将大幅增加 DDR4 晶圆供货。

 DDR5：产能紧缺叠加大厂锁货，服务器 DDR5 涨价延续至 6 月。

 LPDDR：二季度 LPDDR4X、LPDDR5X 单价预计大幅季增。

 HBM：市场高速增长、产能紧缺，价格上行，缺口或至 2027 年 Q2 缓解。

 NAND Flash：大厂减产 MLC 闪存，导致产能锐减、价格大幅上涨。

 SSD：SSD 与内存条合约价上涨，短期现货价格下跌，呈现结构性分化。

 HDD：小容量消费级 HDD 需求疲软价格平稳，大容量企业级 HDD 行情稳健为

市场主力。

（二）各存储品牌现货市场参考价

三星 Samsung

品类 规格 价格（美金） 品类 规格 价格（美金）

DDR4

16Gb(1G*16) ~$60

DDR4

64GB(服务器) ~$1600

16Gb(2G*8) ~$75 32GB(服务器) ~$1000

8Gb(512*16) ~$30 16GB(服务器) ~$650

8Gb(1G*8) ~$55 32GB(PC) ~$410

4Gb(256*16) ~$12 16GB(PC) ~$170

4Gb(512*8) ~$14 8GB(PC) ~$90

4GB(PC) ~$55
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品类 规格 价格（美金） 品类 规格 价格（美金）

DDR5

96GB(服务器) ~$3800

SSD

7680GB/7.68TB（企业级） ~$3250

64GB(服务器) ~$2500 3840GB/3.84TB（企业级） ~$1700

32GB(服务器) ~$1200 1920GB/1.92TB（企业级） ~$1300

16GB(服务器) ~$650 960GB/1TB（企业级） ~$750

32GB（PC） ~$450 480GB（企业级） ~$460

16GB（PC） ~$250 240GB（企业级） ~$250

8GB（PC） ~$150 2TB（消费级） ~$350

1TB（消费级） ~$250

512GB（消费级） ~$185

品类 规格 价格（美金）

NAND flash

1Gb-SLC ~$3.4-3.8

2Gb-SLC ~$4-4.4

4Gb-SLC ~$6.5-7.3

8Gb-SLC ~$14.2-15

16Gb-SLC ~$27-35

SK 海力士 SK Hynix

品类 规格 价格（美金） 品类 规格 价格（美金）

DDR4

16Gb(1G*16) ~$60

DDR4

64GB(服务器) ~$1800

16Gb(2G*8) ~$65 32GB(服务器) ~$1100

8Gb(512*16) ~$46 16GB(服务器) ~$750

8Gb(1G*8) ~$40 32GB（PC） ~$420

4Gb(256*16) ~$9 16GB（PC） ~$200

8GB（PC） ~$150

4GB（PC） ~$85



— 29 —

品类 规格 价格（美金）

DDR5

96GB(服务器) ~$3900

64GB(服务器) ~$2500

32GB(服务器) ~$1200

16GB(服务器) ~$650

32GB（PC） ~$430

16GB（PC） ~$240

8GB（PC） ~$150

品类 规格 价格（美金）

NAND flash

1Gb-SLC ~$3.3-3.7

2Gb-SLC ~$3.6-4.3

4Gb-SLC ~$6.5-6.9

美光 Micron

品类 规格 价格（美金） 品类 规格 价格（美金）

DDR4

16Gb(1G*16) ~$65

DDR4

64GB(服务器) ~$1700

16Gb(2G*8) ~$75 32GB(服务器) ~$900

8Gb(512*16) ~$40 16GB(服务器) ~$750

8Gb(1G*8) ~$55 32GB(PC) ~$420

16GB(PC) ~$290

8GB(PC) ~$170

4GB(PC) ~$80

品类 规格 价格（美金） 品类 规格 价格（美金）

DDR5

96GB(服务器) ~$4100

SSD

7680GB/7.68TB（企业级） ~$4500

64GB(服务器) ~$2300 3840GB/3.84TB（企业级） ~$2500

32GB(服务器) ~$1200 1920GB/1.92TB（企业级） ~$1500

16GB(服务器) ~$700 960GB/1TB（企业级） ~$950

32GB（PC） ~$460 480GB（企业级） ~$500

16GB（PC） ~$280 240GB（企业级） ~$330

8GB（PC） ~$160
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品类 规格 价格（美金）

NAND flash

1Gb-SLC ~$3.3-3.7

2Gb-SLC ~$3.5-4.1

4Gb-SLC ~$6.2-6.8

8Gb-SLC ~$14-14.6

铠侠 KIOXIA

品类 规格 价格（美金）

NAND flash

1Gb-SLC ~$3.4-3.7

2Gb-SLC ~$3.3-3.7

4Gb-SLC ~$6.6-7.2

8Gb-SLC ~$12.4-13.8

16Gb-SLC ~$28-45

旺宏 MXIC

品类 规格 价格（美金）

NAND flash

1Gb-SLC ~$4

2Gb-SLC ~$6.5

4Gb-SLC ~$9

华邦 Winbond

品类 规格 价格（美金）

NAND flash

1Gb-SLC ~$3.2-5.2

2Gb-SLC ~$5.2

4Gb-SLC ~$8.8
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南亚 Nanya

品类 规格 价格（美金）

DDR4

8Gb(512*16) ~$45

8Gb(1G*8) ~$47

4Gb(256*16) ~$22

4Gb(512*8) ~$25

英睿达 Crucial

品类 规格 价格（美金） 品类 规格 价格（美金）

DDR4

32GB（PC） ~$360

DDR5

32GB（PC） ~$400

16GB（PC） ~$170 16GB（PC） ~$230

8GB（PC） ~$110 8GB（PC） ~$130

金士顿 Kingston

品类 规格 价格（美金） 品类 规格 价格（美金）

DDR4

64GB(服务器) ~$1580

DDR5

96GB（服务器） ~$3960

32GB(服务器) ~$1050 64GB（服务器） ~$2480

16GB(服务器) ~$640 32GB（服务器） ~$1080

32GB（PC） ~$365 16GB（服务器） ~$580

16GB（PC） ~$185 32GB（PC） ~$400

8GB（PC） ~$118 16GB（PC） ~$230

8GB（PC） ~$115
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西数 WD

品类 规格 价格（美金）

HDD

24TB ~$1130

20TB ~$940

18TB ~$900

16TB ~$800

8TB ~$490

希捷 Seagate

品类 规格 价格（美金）

HDD

24TB ~$1150

20TB ~$950

18TB ~$920

16TB ~$820

8TB ~$500

东芝 Toshiba

品类 规格 价格（美金）

HDD

24TB ~$1120

20TB ~$930

18TB ~$880

16TB ~$790

8TB ~$480

以上价格数据截至 2026 年 5 月，受市场供需影响，价格浮动明显，价格仅作参考
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